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主要研究方向

电子封装；

微连接与精密焊接；

半导体照明。

社会兼职

中国电子学会 电子制造与封装分会 常务理事

中国半导体行业协会 封装与测试分会 副理事长
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1.1.1.1. ZLZLZLZL00129114.900129114.900129114.900129114.9 超声激光无钎剂软钎焊方法

2.2.2.2. ZLZLZLZL200710144581.6200710144581.6200710144581.6200710144581.6 LEDLEDLEDLED芯片与热沉直接封装的散热组件及其制造设备和方法

3.3.3.3. ZLZLZLZL200710144639.7200710144639.7200710144639.7200710144639.7 双束激光辅助 LEDLEDLEDLED芯片与热沉直接键合的方法
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